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(54)  Profilanordnung

(57)  Eswird ein Verfahren zum Herstellen einer Pro-
filanordnung (100) angegeben, wobei ein inneres Profil
(100) aus Leichtmetall und ein dueres Profil (20) aus
Leichtmetall sowie mindestens ein Isoliersteg (30) aus
Kunststoff bereitgestellt und miteinander verbunden wer-
den. Mitdem Ziel, einen Warmeilibergang zwischen dem
inneren Profil (10) und dem &uf3eren Profil (20), welcher
von einem Warmestrahlungsaustausch herrihrt, zu ver-
mindern und gleichzeitig eine fiir eine Pulverbeschich-
tung von Teilflachen des Profilverbundes notwendige Er-
hitzung des gesamten, zusammengefiigten Profilver-
bundes zuzulassen, sieht die erfindungsgemafe Lésung
vor, dass zumindest ein Bereich der isolierstegseitigen
Innenflachen (11) des inneren Profils (10) und/oder der
isolierstegseitigen Innenflache (21) des dulReres Profils
(20) derart behandelt wird, dass der Emissionsgrad € der
entsprechenden Innenflache (11, 21) herabgesetzt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Herstellen einer Profilanordnung, welche aus einem
inneren Profil aus Leichtmetall, einem duflReren Profil aus
Leichtmetall und mindestens einem Isoliersteg zusam-
mengesetzt wird.

[0002] Derartige Profilanordnungen kommen insbe-
sondere in einer Rahmenkonstruktion beispielsweise ei-
ner Fenster- oder Tiranordnung zur Anwendung, wobei
zur mdglichst weitgehenden Unterbindung eines unge-
wollten Warmeaustausches zwischen dem Innen- und
dem AuRenraum besondere Vorkehrungen getroffen
werden. So ist es beispielsweise bekannt, die aus gut
warmeleitfahigen Leichtmetall gebildeten Profile mit Hilfe
von Isolierstegen aus Kunststoff zu verbinden, um unter
Ausnutzung der geringeren Warmeleitfahigkeit des
Kunststoffes einen Warmetibergang zwischen dem in-
neren und dem &uferen Profil mdglichst zu minimieren.
[0003] Andererseits sollen Profilanordnungen, die an-
schlieRend in einer Rahmenkonstruktion beispielsweise
einer Fenster- oder Tlranordnung verwendete werden,
nicht nur eine méglichst gute Warmedammung ermdgli-
chen, sondern auch asthetische Anforderungen erfiillen.
Hierzu ist es bekannt, die Auf3enseiten des Profilverbun-
des, d.h. die in den Innenraum des Gebaudes weisende
AuRenseite des inneren Profils bzw. die in den AulRen-
raum weisende AulRenseite des aulReren Profils, pulver-
zubeschichten.

[0004] Ublicherweise kommen bei der Pulverbe-
schichtung thermoplastische Pulverlacke zum Einsatz.
Hierzu ist es erforderlich, dass die zu beschichtenden
Profile zunachst auf eine Temperatur auf etwa 200°C
erhitzt werden, wobei anschlielend das thermoplasti-
sche Pulvermaterial auf das erhitzte Werkstlick aufge-
bracht wird. Das Pulver schmilzt durch die hohe Ober-
flachentemperatur des Werkstlickes und bildet dort eine
Kunststoffschicht.

[0005] Diese Beschichtungstechnik kann ohne weite-
res bei den noch nicht miteinander verbundenen Einzel-
profilen der Profilanordnung angewandt werden, da das
innere und aulere Profil problemlos auf die notwendige
Temperatur erhitzt werden kann, ohne dass dies struk-
turelle Auswirkungen auf die Profile haben wiirde.
[0006] Um das Verfahren jedoch zu rationalisieren, ist
es von Vorteil, wenn nicht nur die Einzelprofile, sondern
auch ein Profilverbund, bei welchem das innere und au-
Rere Profil mit Hilfe des mindestens einen Isoliersteges
bereits verbunden sind, beschichtet werden kann. Da zur
Pulverbeschichtung der Profilverbund auf eine Tempe-
ratur von etwa 200°C erhitzt werden muss, ist dabei al-
lerdings Sorge zu tragen, dass der mindestens eine aus
Kunststoff gefertigte Isoliersteg entsprechend hitzeresi-
stent ist.

[0007] Andererseits ist es im Hinblick auf eine mdg-
lichst optimale Warmedammung erforderlich, dass im
Hinblick auf den bei dem Profilverbund zwischen dem
inneren und auleren Profil gebildeten Zwischenraum ge-
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eignete Mallnahmen vorgenommen werden, welche ei-
nen Warmetransport von dem inneren Profil zu dem &u-
Reren Profil unterbinden.

[0008] So ist es beispielsweise aus der Druckschrift
EP 0 957 226 A1 bekannt, in dem Zwischenraum soge-
nannte IR-Reflektionsfolien einzusetzen. Im Einzelnen
wird in diesem Stand der Technik vorgeschlagen, in der
zwischen dem inneren und dem auReren Profil gebilde-
ten Hohlkammer eine IR-Reflektionsfolie zu spannen,
um eine Verbesserung der Isolationswirkung erzielen zu
koénnen.

[0009] Auch wenn mit einer derartigen Malinahme die
Warmedadmmung der Profilanordnung verbessert wer-
den kann, konnte sich diese Losung in der Praxis nicht
durchsetzen, da die Herstellung einer derartigen im Hin-
blick auf die Isolationswirkung optimierte Profilanord-
nung relativ zeitaufwendig und somit konstenintensiv ist.
Insbesondere handelt es sich bei der in der EP 0 957
226 A1 vorgeschlagenen IR-Reflektionsfolie um ein Bau-
teil, welches nicht die Temperaturbestandigkeit aufweist,
welche erforderlich ware, um den Profilverbund zum
Zwecke der Pulverbeschichtung zu erhitzen. Demgeman
liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu Grunde,
ein Verfahren zum Herstellen einer Profilanordnung der
eingangs genannten Art anzugeben, mit welchem in ei-
ner leicht zu realisierenden und insbesondere kosten-
glnstigen Weise eine im Hinblick auf die Isolationswir-
kung optimierte Profilanordnung herstellbar ist, wobei die
zur Verbesserung der Isolationswirkung vorgenommene
MafRnahme eine hinreichende Temperaturbestandigkeit
aufweist, damit der Profilverbund als Ganzes zum Zwek-
ke der Pulverbeschichtung erhitzt werden kann.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemafR durch
den Gegenstand des Patentanspruches 1 geldst.
[0011] Demgemal wird vorgeschlagen, dass zur Op-
timierung der Isolationswirkung der Profilanordnung kein
zuséatzliches Bauteil, wie etwa eine |IR-Reflektionsfolie
etc., in die Hohlkammer zwischen dem inneren und au-
Reren Metallprofil eingesetzt wird, sondern dass die iso-
lierstegseitige Innenflache des inneren Profils und/oder
die isolierstegseitige Innenflaiche des auleren Profils
entsprechend behandelt werden/wird, damit der Emissi-
onsgrad dieser Innenflache - im Vergleich zum Emissi-
onsgrad der unbehandelten Innenflache - reduziert wird.
[0012] Die mit der erfindungsgemafRen Lésung erziel-
baren Vorteile liegen auf der Hand. Dadurch, dass durch
eine zumindest bereichsweise vorgenommene Behand-
lung der isolierstegseitigen Innenflache des inneren und/
oder duferen Profils der Emissionsgrad dieser Innenfla-
che herabgesetzt wird, wird die Isolationswirkung der
Profilanordnung optimiert, ohne dass hierzu zusatzliche
Bauteile, wie etwa eine IR-Reflektionsfolie, zum Einsatz
kommen. Dies hat ferner den Vorteil, dass die Tempe-
raturbestandigkeit eines Profilverbundes, bei welchem
die isolierstegseitige Innenflache des inneren und/oder
auReren Profils zumindest bereichsweise behandelt wur-
den/wurde, identisch ist zur Temperaturbestandigkeit ei-
nes Verbundprofiles, bei welchem keine Behandlung der
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Isolierstegseitigen Innenflachen des inneren und/oder
auleren Profils stattgefunden hat. Mit anderen Worten,
ein Profilverbund, bei welchem die isolierstegseitige In-
nenflache des inneren und/oder duRReren Profils zumin-
dest bereichsweise zur Reduzierung des Emissionsgra-
des behandelt wurden/wurde, kann problemlos auf die
zur Pulverbeschichtung erforderliche Temperatur erhitzt
werden, ohne dass strukturelle Anderungen zu befiirch-
ten sind. Dies ermdglicht es, dass die Pulverbeschich-
tung an dem Profilverbund selber und an den einzelnen
Profilen vorgenommen werden kann, was das gesamte
Herstellungsverfahren wesentlich rationalisiert und so-
mit insbesondere kostenglinstig gestaltet.

[0013] Fur die Behandlung der isolierstegseitigen In-
nenflache des inneren und/oder duReren Profils zur Re-
duzierung des Emissionsgrades und Optimierung der
Isolationswirkung kommen verschiedene Ansatze in Fra-
ge.

[0014] Beispielsweise ist es denkbar, dass zum Her-
absetzen des Emissionsgrades der isolierstegseitigen
Innenflache des inneren und/oder dufReren Profils die
entsprechende Innenflache zumindest bereichsweise
poliertund vorzugsweise anschlieRend insbesondere mit
Klarlack oder dergleichen versiegelt wird. Sind die inne-
ren und auleren Profile der Profilanordnung beispiels-
weise aus Aluminium gebildet, so kann der Emissions-
grad auf bis zu 0,05 reduziert werden, wenn die isolier-
stegseitige Innenflache des inneren bzw. dulReren Profils
poliert wird. Hierbei ist zu beriicksichtigen, dass unbe-
handeltes Aluminium in der Regel einen Emissionsgrad
von etwa 0,07 aufweist. Aluminium mit einer oxidierten
Oberflache kann sogar einen Emissionsgrad bis 0,25
aufweisen. Besonders bevorzugt sollte die zur Herabset-
zung des Emissionsgrades zumindest bereichsweise po-
lierte Innenflache des inneren bzw. auleren Profils an-
schlielend versiegelt werden, um eine Oxidation der po-
lierten Oberflache zu verhindern. Die dabei verwendete
Versiegelung sollte jedoch wenn mdglich keinen Einfluss
auf den Emissionsgrad haben.

[0015] Alternativ oder zusatzlich zu dem zumindest
bereichsweisen Polieren derisolierstegseitigen Innenfla-
che desinneren bzw. duReren Profilsistes denkbar, dass
auf die entsprechende Innenflache des Profils oder der
Profile eine hochreflektive Beschichtung aufgebracht
wird. Dies kann beispielsweise durch Galvanisieren,
durch chemische Gasphasenabscheidung oder durch
physikalische Gasphasenabscheidung erfolgen. Denk-
bar ist es insbesondere, dass zur Ausbildung der hoch-
reflektiven Beschichtung die entsprechende Innenflache
des inneren und/oder aufleren Profils zumindest be-
reichsweise verchromt wird.

[0016] Andererseits ist es denkbar, zum Herabsetzen
des Emissionsgrades derisolierstegseitigen Innenflache
des inneren und/oder auferen Profils zumindest be-
reichsweise auf die entsprechende Innenflache eine Ad-
hasionsschicht aufzubringen, wobei diese Adhésions-
schicht mit einer zumindest flr IR-Strahlung hochreflek-
tiven Schicht versehen ist oder versehen wird. Denkbar
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hierbei ist es beispielsweise, dass die Adhasionsschicht
und die zumindest fir IR-Strahlung hochreflektive
Schicht als Verbund in Gestalt eines Klebebandes, einer
Klebefolie oder dergleichen auf die entsprechende In-
nenflache des inneren und/oder dul3eren Profils aufge-
bracht werden.

[0017] In einer besonders bevorzugten Realisierung
der zuletzt genannten Ausfiihrungsform ist vorgesehen,
dass die Adhéasionsschicht aus einem additions- oder
kondensationsvernetzenden ein- oder mehrkomponen-
tigen Klebstoff auf Silikon-, Silikongel-, Silikat-, Phos-
phor- oder Alkoxidbasis ausgebildet ist, um zu erreichen,
dass die Adhasionsschicht hitzeresistent gegen Tempe-
raturen im Bereich bis vorzugsweise 300°C ist. Denkbar
hierbei ware es, dass die Adhasionsschicht einen war-
meaushéartenden Klebstoff insbesondere auf Silikon-, Si-
likongel-, Silikat-, Phosphor- oder Alkoxidbasis aufweist.
[0018] Demnach wird vorgeschlagen, vor der Pulver-
beschichtung des Profilverbundes zumindest bereichs-
weise die isolierstegseitige Innenflache des inneren und/
oder auBleren Profils beispielsweise mit einem Klebe-
band oder einer Klebefolie zu bekleben, wobei die Ad-
héasionsschicht dieses Klebebandes bzw. dieser Klebe-
folie beim Erhitzen des Profilverbundes zum Zwecke der
Pulverbeschichtung aushéartet, und wobei das Klebe-
band bzw. die Klebefolie eine fir IR-Strahlung hochre-
flektive Schicht aufweist.

[0019] Zusétzlich zu den zuvor diskutierten Mafl3nah-
men zum Herabsetzen des Emissionsgrades der isolier-
stegseitigen Innenflache des inneren und/oder dufleren
Profils ist es zur Optimierung der Isoliereigenschaft der
Profilanordnung von Vorteil, wenn zum Verbinden des
inneren und auferen Profils ein Isoliersteg zum Einsatz
kommt, welcher einen Bereich aufweist, der bei dem Pro-
filverbund in den Innenraum zwischen dem inneren und
aufieren Profil hineinragt, wobei zumindest eine Seiten-
flache des in den Innenraum hineinragenden Bereiches
des Isoliersteges derart behandelt ist, dass der Emissi-
onsgrad dieser Seitenflache entsprechend reduziert
wird. Hierzu ist es grundsatzlich denkbar, die zuvor im
Hinblick auf die isolierstegseitigen Innenflachen des in-
neren und aufleren Profils diskutierten MaRnahmen ein-
zusetzen.

[0020] Der Emissionsgrad ¢ ist definiert als das Ver-
héltnis der vom (realen) Kérper abgegebenen Warme-
strahlung E zu dervom physikalischen schwarzen Kérper
abgegebenen Warmestrahlung ES:

e=E/ES

wobei sich die Warmestrahlung nach dem Gesetz vom
Stefan/Boltzmann bestimmt. Grundséatzlich ist zu beriick-
sichtigen, dass in vorteilhafter Weise zur Ausbildung der
Profilanordnung innere und aulere Profile aus stangge-
presstem Aluminium zum Einsatz kommen. Die Oberfla-
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che derartiger Profile weist in der Regel einen Emissi-
onsgrad gréRer als 0,1 auf, was vom Nachteil im Hinblick
auf eine Optimierung der Isoliereigenschaft ist. Hierbei
ist zu bedenken, dass der thermische Emissionsgrad ei-
ne wichtige Oberflacheneigenschaft fiir die Erzielung von
Energieeinsparung in Gebauden ist.

[0021] In der vorliegenden Erfindung wird demnach
vorgeschlagen, eine Profilanordnung, welche aus Griin-
den des Oberflachenschutzes und des Erscheinungsbil-
des pulverzubeschichten ist, einer entsprechenden
Oberflachenbehandlung zu unterziehen, um die thermi-
schen Emissionsgrade der isolierstegseitigen Innenfla-
che des inneren und/oder duf3eren Profils zu reduzieren.
Eine derartige Behandlung zum Erzielen eines niedrigen
thermischen Emissionsgrad flihrt dazu, dass die Warme-
strahlung im Inneren des Hohlraumes zwischen den iso-
lierstegseitigen Innenflachen des inneren und des aulle-
ren Profils besser reflektiert wird, was den durch thermi-
sche Strahlung verursachten Warmeverlust verringert
und insgesamt die Isoliereigenschaften der Profilanord-
nung erhoht.

[0022] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfih-
rungsformen der mit Hilfe des erfindungsgemafen Ver-
fahrens hergestellten Profilanordnung anhand der bei-
gefligten Zeichnungen naher beschrieben.

[0023] Es zeigen:

Fig. 1  eine Schnittansicht einer ersten Ausfiihrungs-
form der mit Hilfe des erfindungsgemafen Ver-
fahrens hergestellten Profilanordnung;

Fig. 2  eine Schnittansicht einer zweiten Ausfiihrungs-
form der mit Hilfe des erfindungsgemafen Ver-
fahrens hergestellten Profilanordnung;

Fig. 3  eine Schnittansicht einer dritten Ausfiihrungs-
form der mit Hilfe des erfindungsgemafen Ver-
fahrens hergestellten Profilanordnung;

Fig. 4  eine Schnittansicht einer vierten Ausfiihrungs-
form der mit Hilfe des erfindungsgemafen Ver-
fahrens hergestellten Profilanordnung;

Fig. 5 eine Schnittansicht einer flinften Ausfiihrungs-
form der mit Hilfe des erfindungsgemafen Ver-
fahrens hergestellten Profilanordnung;

Fig. 6 eine Schnittansicht einer sechsten Ausfih-
rungsform der mit Hilfe des erfindungsgema-
Ren Verfahrens hergestellten Profilanordnung;
Fig. 7 eine Schnittansicht einer siebten Ausfihrungs-
form der mit Hilfe des erfindungsgemafen Ver-
fahrens hergestellten Profilanordnung.

[0024] Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht einer ersten
Ausfiihrungsform der Profilanordnung (100), welche mit
Hilfe des erfindungsgeméafRen Verfahrens hergestellt
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wurde. Ein inneres Profil 10 und ein duBeres Profil 20
sind im vorliegenden Fall mittels zweier Isolierstege 30
miteinander verbunden, wobei das innere sowie das au-
Rere Profil aus einem gut warmeleitfahigen Leichtmetall,
wie z.B. stranggepresstem Aluminium gebildet sind.
[0025] Um einen Warmedubertritt durch die Warmelei-
tung zwischen dem inneren Profil 10 und dem aufReren
Profil 20 weitgehend zu unterbinden, sind die Isolierstege
30, welche zwischen dem inneren Profil 10 und dem &u-
Reren Profil 20 eine feste Verbindung herstellen und so-
mit in direktem Kontakt mit den Profilen 10, 20 stehen
aus einem die Warme schlecht leitenden Material, vor-
zugsweise Kunststoff gebildet. Die Bezeichnungen "in-
neres Profil" bzw. "auleres Profil" beziehen sich dabei
aufdie Anordnung und Ausrichtung des jeweiligen Profils
in Einbaulage, d.h. nach erfolgter Montage der Profile,
beispielsweise an einer Gebaudefassade. Je nach Wit-
terungsbedingungen kann daher der Warmegradient
zwischen dem auferen Profil 20 und dem inneren Profil
10 positiv, aber auch negativ ausfallen, d.h. ein gegen-
Uber dem inneren Profil 10 kalteres aueres Profil 20 ist
z.B. im Winter ebenso denkbar wie der umgekehrte Fall
im Sommer. Gleichwohl vermdgen es die wenig warme-
leitend ausgebildeten Isolierstege 30, den warmelei-
tungsbedingten Warmedlbertritt zwischen dem inneren
Profil 10 und dem &uferen Profil 20 sowohl in die eine
als auch in die andere Richtung weitgehend zu unterbin-
den.

[0026] Des Weiteren weist das aulere Profil 20 eine
AuBenflache 22 auf, welche - wiederum nach erfolgter
Montage in Einbaulage - unmittelbar der die Temperatur
des auleren Profils 20 beeinflussenden AuRenluft, aber
auch eventueller Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist,
welche sich ebenfalls thermisch auswirkt. Diese in den
Auflenraum weisende AuRenseite oder AuRRenflache 22
des auleren Profils 20 ist nach erfolgtem Einbau unmit-
telbar von aufen sichtbar und wurde daher nach erfolg-
tem Verbinden des inneren und den auf3eren Profils 10,
20 mit Hilfe der Isolierstege 30 und anschlieRendem Er-
hitzen des Profilverbundes durch Aufbringen eines Be-
schichtungspulvers bereichsweise oder vollstandig pul-
verbeschichtet.

[0027] Das vorstehend in Bezug auf die AuRenflache
22 des auleren Profils 20 Beschriebene gilt sinngeman
gleichermalien fur die Aufenflache 12 des inneren Pro-
fils 10. Diese dem Gebaudeinneren zugewandte Aul3en-
flache 12 steht in direktem Kontakt mit der Raumluft der
Gebaudeinnenrdume, wodurch die Temperatur des in-
neren Profils 10 beeinflusst wird. Je nachdem, ob im
Sommer im Gebaudeinneren eventuell vorhandene Kili-
maanlagen diese Raumluft durch Abkiihlen gegeniiber
der AuRenluft vermindern, oder im Winter entsprechend
durch Heizen der Rdume die Raumluft eine hdhere Tem-
peratur als die AuRenluft aufweist, wird die Temperatur
des inneren Profils niedriger oder héher als die des du-
Reren Profils 20 sein. Selbstverstandlich beeinflussen
auch im Geb&dudeinneren eventuell vorhandene Wéarme-
strahlungsquellen, wie z.B. Heizkdrper die Temperatur
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des inneren Profils 10 unmittelbar, sofern die Warme-
strahlung auf die AuRenflache 12 des inneren Profils 10
auftrifft.

[0028] Da die Auienflaiche 12 des inneren Profils 10
vom Gebaudeinneren aus unmittelbar sichtbar ist, wird
sie ebenso wie die AuRenflache 22 des dufReren Profils
20 gemaf dem erfindungsgemafRen Verfahren nach er-
folgtem Erhitzen des Profilverbundes ebenfalls durch
Aufbringen eines Beschichtungspulvers bereichsweise
oder vollstandig pulverbeschichtet. Des Weiteren weisen
sowohl das innere Profil 10 als auch das auRere Profil
20 jeweils eine Innenflache 11, 21 auf, welche in die
durch die Isolierstege 30 vorgegebene Verbindungsrich-
tung ausgerichtet sind. Mit anderen Worten, der Norma-
lenvektor der Innenflache 11 des inneren Profils 10 sowie
derNormalenvektorderInnenflache 21 des dueren Pro-
fils 20 verlaufen im Wesentlichen parallel zu der durch
die Isolierstege 30 definierten Verbindungsrichtung der
Profile 10, 20. Durch diese Anordnung wird ein Innen-
raum 50 definiert, welcher durch die beiden Isolierstege
30 sowie die Innenflachen 11, 21 begrenzt wird.

[0029] Die Innenflache 11 des inneren Profils 10 und
die Innenflache 21 des duferen Profils 20 stehen sich
somit im Wesentlichen parallel gegeniiber und werden
durch den Innenraum 50 beabstandet. Wahrend der war-
meleitungsbedingte Warmeaustausch zwischen den
Profilen 10, 20 durch die Isolierstege 30 weitgehend un-
terbunden wird, geben sowohl die Innenflache 11 des
inneren Profils 10 als auch die Innenflache 21 des aulle-
ren Profils 20 Warmestrahlung, d.h. elektromagnetische
Wellen im Infrarotbereich ab.

[0030] Ist das innere Profil 10 und damit auch der Teil
des inneren Profils 10, welcher die Innenflache 11 auf-
weist, warmer als das aulere Profil 20, so Uberwiegt die
an der Innenflache 11 des inneren Profils 10 emittierte
Warmestrahlung gegenuber derjenigen, welche von der
Innenflache 21 des dulleren Profils 20 abgegeben wird.
Von der Innenflache 11 des inneren Profils 10 abgege-
bene Warmestrahlung, welche auf die Innenflache 21
des auferen Profils 20 auftrifft, tragt in diesem Fall zur
Erwarmung des duReren Profils 20 bei, was wiederum
einen unerwiinschten Warmetransport vom inneren Pro-
fil 10 in Richtung auBeres Profil 20 darstellt. Im umge-
kehrten Fall, d.h. wenn das duf3ere Profil 20 eine hdhere
Temperatur als das innere Profil 10 aufweist, sind die
Verhaltnisse sinngemaf entsprechend umgekehrt. In je-
dem Fall gilt es jedoch, diesen unerwiinschten Warme-
transport mittels infraroter Strahlung zu unterbinden.
[0031] Indernachdem erfindungsgemalen Verfahren
hergestellten Profilanordnung nach der beschriebenen
ersten Ausfiihrungsform geman Fig. 1 wurde die Innen-
flache 11 des inneren Profils 10 und/oder die Innenflache
21 des aufderen Profils 20 vor dem Verbinden der Profile
10, 20 derart behandelt, dass der beschriebene Warme-
Ubergang in Form von elektromagnetischer Strahlung
vermindert wird. In der beschriebenen ersten Ausfiih-
rungsform gemaR Fig. 1 ist es denkbar, dass das Behan-
deln der isolierstegseitigen Innenflache 11 des inneren
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Profils 10 und/oder der isolierstegseitigen Innenflache
21 des aulleren Profils 20 durch Polieren erfolgtist, wobei
vorzugsweise nach dem Polieren zum Verhindern einer
Oxidation im Bereich der Innenflache 11 und/oder der
Innenflache 21 der polierte Bereich bzw. die polierten
Bereiche mit einem Klarlack oder &ahnlichen korrosions-
verhindernden Substanzen beschichtet wird bzw. wer-
den.

[0032] Selbstverstandlich ist es denkbar, nicht die ge-
samten isolierstegseitigen Innenflachen 11, 21 zu be-
handeln, sondern dieses Behandeln lediglich bereichs-
weise vorzunehmen. In jedem Fall sind jedoch Teilberei-
che der isolierstegseitigen Innenflache 11 des inneren
Profils 10 und/oder der isolierstegseitigen Innenflache
21 des auReren Profils 20 derart behandelt, dass deren
Fahigkeit, Warmestrahlung, d.h. elektromagnetische
Strahlung im Infrarotbereich abzugeben, vermindert ist.
[0033] Fig. 2 zeigt eine Schnittansicht einer zweiten
Ausfiihrungsform der mit Hilfe des erfindungsgemafien
Verfahrens hergestellten Profilanordnung. Diese Aus-
fuhrungsform unterscheidet sich von der in der Fig. 1
beschriebenen dadurch, dass auf die isolierstegseitige
Innenflache 11 des inneren Profils 10 und/oder auf die
isolierstegseitige Innenflache 21 des dulReren Profils 20
eine hochreflektive Beschichtung 45 aufgebrachtist, wel-
che wiederum so geschaffenist, dass sie die Abstrahlung
von Warmenergie in Form von elektromagnetischer In-
frarotstrahlung vermindert.

[0034] Insbesondere ist diese hochreflektive Be-
schichtung 45 derart beschaffen, dass die beschriebene
Warmeabstrahlung geringer ausfallt als der Gber die iso-
lierstegseitige Innenflache 11 bzw. die isolierstegseitige
Innenflache 21 ohne Vorhandensein der hochreflektiven
Beschichtung 45 emittierte Betrag der abgestrahlten
Warme. Wiederum ist es nattrlich denkbar, die hochre-
flektive Beschichtung 45 nur auf Teilbereiche der isolier-
stegseitigen Innenfldche 11 des inneren Profils 10 und/
oder der isolierstegseitigen Innenflache 21 des dulReren
Profils 20 aufzubringen. Vorzugsweise wird die hochre-
flektive Beschichtung 45 durch Galvanisieren, durch che-
mische Gasphasenabscheidung oder durch physikali-
sche Gasphasenabscheidung auf die Innenflachen 11,
21 aufgebracht. Denkbar ist es auch, eine Chromschicht
durch Verchromen auf die Innenflache 11 und/oder die
Innenflache 21 aufzubringen. Die Innenflachen 11, 21
kénnen selbstversténdlich wiederum vor dem zumindest
bereichsweisen Aufbringen der hochreflektiven Be-
schichtung 45 z.B. durch Polieren und ggf. anschlieen-
des Klarlackversiegeln schon so bearbeitet worden sein,
dass eine von den behandelten Bereichen ausgehende
Warmeabstrahlung vermindert ist.

[0035] Fig. 3 zeigt eine dritte Ausflihrungsform der mit
Hilfe des erfindungsgemaRen Verfahrens hergestellten
Profilanordnung, welche sich von der ersten Ausflih-
rungsform dahingehend unterscheidet, dass auf der iso-
lierstegseitigen Innenflache 11 des inneren Profils 10
und/oder der isolierstegseitigen Innenflache 21 des au-
Reren Profils 20 ein eine Adhasionsschicht 41 und eine
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hochreflektive Schicht 42 aufweisendes Klebeband 40
aufgebrachtist. Dabeiist es selbstverstandlich wiederum
denkbar, dass das Klebeband 40 nur auf Teilbereiche
der Innenflachen 11, 21 aufgebracht ist.

[0036] Die hochreflektive Schicht 42 ist wiederum so
beschaffen, dass im Vergleich zu nicht mit dem Klebe-
band versehenen Bereichen der Innenflaichen 11, 21 die
Emission elektromagnetischer Infrarotstrahlung, also
Warmestrahlung vermindert ist. Da das Klebeband 40
bereits vor dem Verbinden des inneren Profils 10 mitdem
auReren Profil 20 auf die isolierstegseitige Innenflache
11 und/oder die isolierstegseitige Innenflache 21 aufge-
bracht wird, erfolgt das Erhitzen des Profilverbundes so-
wie das Aufbringen des Beschichtungspulvers auf die
AuBenflache 12 und/oder die AuRenflache 22 unter Vor-
handensein des Klebebandes 40 zumindest auf Teilen
zumindest einer der Innenflachen 11, 21. Dabei ist es
denkbar, dass die Adhasionsschicht 41, welche nach
Aufbringen auf die Innenflache bzw. die Innenflachen 11,
21 in direktem Kontakt mit dem zu erhitzenden Profilver-
bund steht aus einem Klebstoff gebildet ist, welcher unter
Verstarkung seiner Klebwirkung beim Erhitzen aushar-
tet. In jedem Fall ist die Adh&sionsschicht 41 jedoch so
beschaffen, dass sie hitzeresistent gegen die Tempera-
turen ist, auf welche der Profilverbund zum Aufbringen
des Beschichtungspulvers erhitzt wird.

[0037] Ferner ist es denkbar, dass zunachst die Ad-
hasionsschicht 41 zumindest auf Teile zumindest einer
isolierstegseitigen Innenflache 11, 21 aufgebracht wird
und erst anschlieRend auf diese Adhéasionsschicht die
hochreflektive Schicht 42 aufgetragen wird. In diesem
Fall besteht der Verbund zwischen der Adhasionsschicht
41 und der hochreflektiven Schicht 42 erst nach dem
Auftragen auf die isolierstegseitige Innenflache bzw. die
isolierstegseitigen Innenflachen 11, 21.

[0038] Fig. 4 zeigt eine vierte Ausfiihrungsform der mit
Hilfe des erfindungsgemaRen Verfahrens hergestellten
Profilanordnung. In Erganzung zu der in Fig. 1 gezeigten
ersten Ausfiihrungsformweistdie in Fig. 4 gezeigte vierte
Ausfiihrungsform zusétzlich in den Innenraum 50 hinein-
ragende Bereiche 31 auf, welche von den Isolierstegen
30 ausgehen und sich im Wesentlichen parallel zu den
Seitenflachen 11, 21 erstrecken. Diese in den Innenraum
50 hineinragenden Bereiche 31 tragen der Tatsache
Rechnung, dass neben der Warmeubertragung durch
Warmeleitung, welche durch die aus Kunststoff oder ahn-
lichen Materialien bestehenden Isolierstege 30 weitge-
hend unterbunden wird und zu der Warmeilbertragung
durch Warmestrahlung weiterhin ein Warmedibergang
zwischen dem inneren Profil 10 und dem auReren Profil
20 mittels Konvektion stattfindet. Durch das Vorsehen
der in den Innenraum 50 hineinragenden Bereiche 31
wird das Auftreten einer Luftstrdmung, welche einen der-
artigen konvektiven Warmeubergang zwischen den Pro-
filen zur Folge hat, weitgehend unterbunden. Dabei wur-
de wie im ersten Ausfiihrungsbeispiel beschrieben die
Innenflache 11 des inneren Profils 10 und/oder die In-
nenflache 21 des dufReren Profils 20 zumindest bereichs-
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weise derart behandelt, dass ein Warmeubergang in
Form von infraroter Strahlung durch Emission von der
Innenflache 11 bzw. der Innenflache 21 vermindert wird.
[0039] Zusatzlich wurde mindestens eine im Wesent-
lichen parallel zu den Innenflachen 11, 21 verlaufende
Seitenflache 32, 33 zumindest eines in den Innenraum
50 hineinragenden Bereiches 31 derart behandelt, dass
die Emission infraroter Strahlung, also Warmestrahlung
ausgehend von diesem Bereich bzw. diesen Bereichen
32, 33 herabgesetzt ist. Ublicherweise sind die in den
Innenraum 50 hineinragenden Bereiche 31 als Zwi-
schenstege 35 ausgebildet. In der in Fig. 4 gezeigten
Ausfliihrungsformist es beispielsweise denkbar, dass die
als Zwischenstege 35 ausgebildeten in den Innenraum
50 hineinragenden Bereiche 31 aus Leichtmetall gebildet
sind. In diesem Fall kénnen zum Behandeln der Seiten-
flachen 32, 33 die gleichen Methoden zum Einsatz kom-
men, wie sie in Bezug auf die Innenflachen 11, 21 in der
ersten Ausfiihrungsform beschrieben wurden. Insbeson-
dereist es denkbar, zumindest Bereiche zumindest einer
der Seitenflachen 32, 33 zumindest eines der in den In-
nenraum 50 hineinragenden Bereiche 31 durch Polieren
und ggf. anschlieRendes Aufbringen einer Klarlackver-
siegelung derart zu behandeln, dass die Emission von
Warmestrahlung auf &hnliche Weise vermindert wird wie
in der ersten Ausfiihrungsform in Bezug auf die Innen-
flache 11 und/oder die Innenflache 21 beschrieben.
[0040] Fig. 5 zeigt eine finfte Ausflihrungsform der mit
Hilfe des erfindungsgemaRen Verfahrens hergestellten
Profilanordnung. Verglichen mit der vierten Ausfiih-
rungsform sind hier wie schon bei der dritten Ausfiih-
rungsform in Bezug auf Fig. 3 beschrieben die Innenfla-
chen 11, 21 mit einem Klebeband 40 versehen, welches
eine Adhasionsschicht 41 sowie eine hochreflektive
Schicht 42 aufweist. Zusatzlich kommt im fiinften Aus-
filhrungsbeispiel zumindest auf Teilen zumindest einer
der Seitenflachen 32, 33 zumindest eines in den Innen-
raum 50 hineinragenden Bereiches 31 ebenfalls ein Kle-
beband 40 zum Behandeln der Seitenflaiche bzw. der
Seitenflachen 32, 33 zum Einsatz, welches eine Adha-
sionsschicht 41 sowie eine hochreflektive Schicht 42 auf-
weist.

[0041] Selbstverstandlich ist es auch bei dieser Aus-
fuhrungsform denkbar, dass zunachst die Adhasions-
schicht 41 auf die Seitenflachen 32, 33 aufgebracht wird
und anschlieRend die hochreflektive Schicht 42 auf die
Adhéasionsschicht 41. Weiterhin ist auch denkbar, dass
entweder nur zumindest eine der Innenflachen 11, 21
zumindest bereichsweise mit der Adhéasions- und der
hochreflektiven Schicht versehen wird bzw. dass nur zu-
mindest eine Seitenflache 32, 33 zumindest bereichs-
weise mit der Adhasions- und der hochreflektiven Schicht
versehenwird. In jedem Fall tragt die aufgebrachte hoch-
reflektive Schicht 42 jedoch dazu bei, den Warmeuber-
gang zwischen den Profilen 10, 20 in Form von Wéarme-
strahlung dadurch zu reduzieren, dass sich gegenuber-
stehende im Wesentlichen parallel zueinander verlau-
fende und Warmestrahlung abgebende Flachen derart
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behandelt werden, dass diese Abgabe von Warmestrah-
lung vermindert wird.

[0042] Fig. 6 zeigt eine sechste Ausfiihrungsform der
mit Hilfe des erfindungsgemafien Verfahrens hergestell-
ten Profilanordnung. Im Vergleich zu der in Fig. 4 gezeig-
ten vierten Ausfihrungsform ist der in den Innenraum 50
hineinragende Bereich 31 als Platte 36 aus Leichtmetall
gebildet. Die Platte 36 weist wiederum zwei Seitenfla-
chen 32, 33 auf, wobei die eine Seitenflaiche 32 dem
auleren Profil zugewandt ist und die Seitenflache 33
dem inneren Profil zugewandt ist. Die Platte 36 dient wie-
derum dem weitgehenden Verhindern des Entstehens
einer den konvektiven Warmeaustausch begtinstigen-
den Luftstrdbmung zwischen den Profilen 10, 20.

[0043] Dadurch, dass die mit Platte 36 an den aus
Kunststoff oder dergleichen gebildeten Isolierstegen 30
befestigt ist, welche einen Warmeaustausch durch War-
meleitung zwischen den Profilen 10, 20 weitestgehend
verhindern, ist die Verwendung eines gut warmeleiten-
den Materials wie Leichtmetall als Plattenmaterial unkri-
tisch. Das Verwenden von Leichtmetall, wie z.B. Alumi-
nium als Material fiir die Platte 36 hat jedoch den Vorteil,
dass es verglichen mit ggf. aus Kunststoff gebildeten Zwi-
schenstegen 35, welche in den Ausflihrungsformen 4
und 5 die in den Innenraum hineinragenden Bereiche 31
bilden bezlglich der Emission von Warmestrahlung den
Warmeaustausch zwischen den Profilen 10, 20 in vor-
teilhafter Weise weniger begiinstigende Warmeabstrahl-
eigenschaften haben. Bezogen auf die in Fig. 6 darge-
stellte sechste Ausfiihrungsform bedeutet dies, dass
durchWarmestrahlung zwischen den Profilen 10, 20 aus-
getauschte Warmeenergie, welche von den Innenfla-
chen 11, 21 der Profile abgestrahlt wird, an der reflektiven
Oberflache der Platte 36 grofitenteils zurtickgeworfen
und nicht absorbiert wird. Dies gilt fir durch das in dem
ersten Ausfiihrungsbeispiel Beschriebene nach dem er-
findungsgemaRen Verfahren behandelte Innenflachen
11, 21 flr die abgegebene restliche Warmestrahlung, da
die die Abstrahlung beglinstigenden Oberflacheneigen-
schaften der Innenflachen 11, 21 durch das erfindungs-
gemale Verfahren zwar stark vermindert, jedoch nicht
ganzlich ausgeschaltet werden kénnen. Ebenso ist es
aber auch denkbar, dass die Innenflachen 11, 21 der
Profile 10, 20 nur in kleinen Teilbereichen bzw. nicht be-
handelt wurden, so dass die in den Innenraum ragende
Platte 36, welche auf beiden Seiten mit jeweils einem
Isoliersteg verbunden ist und im Wesentlichen parallel
zu den Innenflachen 11, 21 verlauft, einen wesentlichen
Teil des Warmetransports durch Wéarmestrahlung zwi-
schen dem inneren Profil 10 und dem auReren Profil 20
wirkungsvoll selbsttatig unterbindet.

[0044] Fig. 7 zeigt eine siebte Ausflihrungsform der
mit Hilfe des erfindungsgemafRen Verfahrens hergestell-
ten Profilanordnung. In Ergénzung zu der in Fig. 6 dar-
gestellten sechsten Ausflihrungsform ist hier zumindest
eine Innenflache 11, 21 mit einer Adhasionsschicht 41
und einer hochreflektiven Schicht 42 versehen, wie es
bereits in Verbindung mit Fig. 3 fir die dritte Ausfuhrungs-
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form beschrieben wurde.

[0045] Inderin Fig. 7 gezeigten siebten Ausfiihrungs-
form sind die Adhasionsschicht 41 sowie die hochreflek-
tive Schicht 42 wiederum, wie ebenfalls bereits flir die
dritte Ausflihrungsform beschrieben, in Form eines Kle-
bebandes 40 ausgebildet. Die hochreflektive Schicht 42
dient dabei wiederum dem Vermindern der von der iso-
lierstegseitigen Innenflache 11 des inneren Profils 10
und/oder der isolierstegseitigen Innenflache 21 des &u-
Reren Profils 20 abgegebenen Warmestrahlung. Ergéanzt
durch die in Verbindung mit der sechsten Ausfiihrungs-
form beschriebene Platte 36 aus Leichtmetall, welche
denin den Innenraum 50 hineinragenden Bereich 31 bil-
det und ihrerseits wiederum reflektiv ausgebildete Sei-
tenflachen 32, 33 aufweist, wird neben dem in Verbin-
dung mit den Ausflihrungsformen 4 bis 6 beschriebenen
weitgehenden Verhindern einer Luftstrdmung, welche ei-
nen konvektiven Warmeaustausch zwischen den Profi-
len 10, 20 bewirken bzw. beglnstigen wiirde, auch die
in Form von Strahlung ausgetauschte Warmeenergie
zwischen den Profilen 10, 20 weiter vermindert.

Patentanspriiche

1. Profilanordnung (100) mit einem inneren Profil (10)
aus Leichtmetall und einem mit dem inneren Profil
(10) mittels mindestens eines Isoliersteges (30) aus
Kunststoff verbundenen &uferen Profil (20) aus
Leichtmetall,
wobei das innere Profil (10) eine isolierstegseitige
Innenfléche (11) miteinem Emissionsgrad (€) zumin-
dest bereichsweise kleiner als dem Emissionsgrad
(¢) des unbehandelten Leitmetalls des inneren Pro-
fils (10) aufweist und/oder
wobei das aullere Profil (20) eine isolierstegseitige
Innenflache (21) miteinem Emissionsgrad (€) zumin-
dest bereichsweise kleiner als dem Emissionsgrad
(¢) des unbehandelten Leichtmetalls des duReren
Profils (20) aufweist.

2. Profilanordnung (100) nach Anspruch 1,
wobei eine Aul3enflache (12) des inneren Profils (10)
und/oder eine Aullenflache (22) des dufieren Profils
(20) jeweils zumindest bereichsweise eine Be-
schichtung aufweist bzw. aufweisen.

3. Profilanordnung (100) nach Anspruch 2,
wobei die Beschichtung eine Pulverbeschichtung
insbesondere aus thermoplastischem Pulvermateri-
al ist.

4. Profilanordnung (100) nach einem der vorhergehen-
den Anspriche,
wobei die Profilanordnung (100) derart temperatur-
bestandig und als Ganzes auf eine Temperatur zwi-
schen 120°C und 250°C, vorzugsweise auf eine
Temperatur zwischen 180°C und 210°C erhitzbar
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ausgebildet ist, dass beim Erhitzen im Wesentlichen
keine strukturellen Anderungen der Profilanordnung
(100), insbesondere des mindestens einen Isolier-
steges (30) auftreten.

Profilanordnung (100) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

wobei zum Herabsetzen des Emissionsgrades ()
der isolierstegseitigen Innenflache (11) des inneren
Profils (10) und/oder der isolierstegseitigen Innen-
flache (21) des aueren Profils (20) die entsprechen-
de Innenflache (11, 21) zumindest bereichsweise
poliert ausgebildet ist.

Profilanordnung (100) nach einem der vorhergehen-
den Anspriche,

wobei die isolierstegseitige Innenflache (11) des in-
neren Profils (10) und/oder die isolierstegseitige In-
nenflache (21) des auBeren Profils (20) zumindest
bereichsweise mit Klarlack oder dergleichen versie-
gelt ausgebildet ist.

Profilanordnung (100) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

wobei zum Herabsetzen des Emissionsgrades ()
die isolierstegseitige Innenflache (11) des inneren
Profils (10) und/oder die isolierstegseitige Innenfla-
che (21) des auReren Profils (20) zumindest be-
reichsweise eine hochreflektive Beschichtung (45)
aufweist,

wobei die hochreflektive Beschichtung (45) vorzugs-
weise eine Galvanisierungsschicht, eine Gaspha-
senabscheidungsschicht oder eine Verchromung
ist.

Profilanordnung (100) nach einem der vorhergehen-
den Anspriche,

wobei zum Herabsetzen des Emissionsgrades ()
die isolierstegseitige Innenflache (11) des inneren
Profils (10) und/oder die isolierstegseitige Innenfla-
che (21) des auReren Profils (20) zumindest be-
reichsweise eine Adhasionsschicht (41) aufweist,
wobei die Adhasionsschicht (41) mit einer zumindest
fiir IR-Strahlung hochreflektiven Schicht (42) verse-
hen ist.

Profilanordnung (100) nach Anspruch 8,

wobei die Adhasionsschicht (41) und die zumindest
fiir IR-Strahlung hochreflektive Schicht (42) als Ver-
bund in Gestalt eines Klebebandes (40), einer Kle-
befolie oder dergleichen ausgebildet sind.

Profilanordnung (100) nach einem der Anspriiche 7
bis 9,

wobei die hochreflektive Beschichtung (45) und/oder
die hochreflektive Schicht (42) einen Warmeemissi-
onsgrad (g) von kleiner als 0,1 und vorzugsweise
von kleiner als 0,05 aufweist bzw. aufweisen.
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11.

12.

13.

14.

15.

Profilanordnung (100) nach einem der Anspriiche 8
bis 10,

wobei die Adhéasionsschicht (41) aus einem additi-
ons- oder kondensationsvernetzenden, ein- oder
mehrkomponentigen Klebstoff auf Silikon-, Silikon-
gel-, Silikat-, Phosphor- oder Alkoxidbasis ausgebil-
det ist, der hitzeresistent gegeniuiber Temperaturen
im Bereich bis 180°C, vorzugsweise bis 210°C, be-
sonders vorzugsweise bis 300°C ausgebildet ist.

Profilanordnung (100) nach einem der Anspriiche 8
bis 11,
wobei die Adhasionsschicht (41) einen warmeaus-
hartenden Klebstoff, insbesondere auf Silikon-, Sili-
kongel-, Silikat-, Phosphor- oder Alkoxidbasis auf-
weist.

Profilanordnung (100) nach einem der vorhergehen-
den Anspriche,

wobei die Profilanordnung (100) zwei Isolierstege
(30) aufweist, und wobei das innere und das aullere
Profil (10, 20) mit Hilfe der zwei Isolierstegen (30)
derart verbunden sind, dass die Profilanordnung
(100) einen von den beiden Isolierstegen (30) und
der isolierstegseitigen Innenflache (11) des inneren
Profils (10) sowie der isolierstegseitigen Innenflache
(21) des auReren Profils (20) begrenzten Innenraum
(50) aufweist, wobei zum Unterdriicken einer Luft-
strdmung in dem Innenraum (50) mindestens einer
der beiden Isolierstege (30) einen im Wesentlichen
parallel zu den isolierstegseitigen Innenflachen (11,
21) verlaufenden und in den Innenraum (50) hinein-
ragenden Bereich (31) aufweist.

Profilanordnung (100) nach Anspruch 13,

wobei der in den Innenraum (50) hineinragende Be-
reich (31) als Zwischensteg aus Leichtmetall ausge-
bildet ist, und wobei der Zwischensteg mindestens
eine Seitenflache (32, 33) aufweist, deren Emissi-
onsgrad (g) zumindest bereichsweise kleiner ist als
der Emissionsgrad (€) des unbehandelten Leichtme-
talls des Zwischensteges.

Verwendung einer Profilanordnung (100) nach ei-
nem der vorhergehenden Anspriiche in einer Rah-
menkonstruktion, insbesondere einer Fenster- oder
TUranordnung.
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E : alteres Patentdokument, das jedoch erst am oder
nach dem Anmeldedatum veréffentlicht worden ist

D : in der Anmeldung angefiihrtes Dokument

L : aus anderen Griinden angefiihrtes Dokument

& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, tbereinstimmendes
Dokument
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ANHANG ZUM EUROPAISCHEN RECHERCHENBERICHT
UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. EP 12 16 2515

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europaischen Recherchenbericht angefuhrten
Patentdokumente angegeben.

Die Angaben Uber die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europaischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewahr.

25-04-2012
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefiihrtes Patentdokument Versffentlichung Patentfamilie Veréffentlichung
WO 2006001708 Al 05-01-2006 AU 2005257675 Al 05-01-2006
BR PI10512518 A 11-03-2008
CN 1997805 A 11-07-2007
EP 1766175 Al 28-03-2007
US 2008086973 Al 17-04-2008
WO 2006001708 Al 05-01-2006

Far nahere Einzelheiten zu diesem Anhang : sieche Amtsblatt des Europaischen Patentamts, Nr.12/82
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EP 2 472 047 A1
IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFUHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde ausschliel3lich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europdischen Patentdokumentes. Sie wurde mit gréf3ter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA libernimmt jedoch keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgefiihrte Patentdokumente

«  EP 0957226 A1 [0008] [0009]
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